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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国印制电路标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４７）归口。

本标准起草单位：珠海全宝电子科技有限公司、咸阳瑞德科技有限公司、浙江华正新材料股份有限

公司、天津晶宏电子材料有限公司。

本标准主要起草人：戴建红、高艳茹、蒋伟、张华、师剑军、曹易、赵元成、曾耀德、李慧娟。
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印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范

１　范围

本标准规定了印制电路用金属基（铝基、铜基）覆铜箔层压板（以下简称金属基覆铜板）的结构和材

料、要求、检验规则、检验方法、包装、标志、运输和贮存等。

本标准适用于印制电路用金属基（铝基、铜基）覆铜板，不适用于印制电路用铁基覆铜板。印制电路

用其他金属基覆铜板和微波电路用金属基覆铜板可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ２０３６　印制电路术语

ＧＢ／Ｔ２０４０　铜及铜合金板材

ＧＢ／Ｔ２０５９　铜及铜合金带材

ＧＢ／Ｔ３１９８　铝及铝合金箔

ＧＢ／Ｔ３８８０　一般工业用铝及铝合金板、带材

ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７　印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法

ＧＢ／Ｔ４９５７—２００３　非磁性基体金属上非导电覆盖层　覆盖层厚度测量　涡流法

ＧＢ／Ｔ５２３０　电解铜箔

ＳＪ２０７８０—２０００　阻燃型铝基覆铜箔层压板规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０３６界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

３．１

热导率　狋犺犲狉犿犪犾犮狅狀犱狌犮狋犻狏犻狋狔

λ

稳态导热条件下，热流密度与温度梯度之比，单位为瓦每米开尔文［Ｗ／（ｍ·Ｋ）］。

注：材料的热导率随温度的变化而变化，因此需同时给出测量热导率时材料的平均温度。

３．２

热阻抗　狋犺犲狉犿犪犾犻犿狆犲犱犪狀犮犲

表观热阻

两等温界面间的温差（Δ狋）除以通过两等温面的热流密度（狇），单位为开尔文平方米每瓦（Ｋ·ｍ
２／Ｗ）。

３．３

热流密度　犺犲犪狋犳犾狌狓犱犲狀狊犻狋狔

狇

单位时间内通过单位面积（犃）传递的热量（犙）称为热流密度，用狇＝犙／犃 表示。单位为瓦每平方

米（Ｗ／ｍ２）。

１
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３．４

整板　犳犪犫狉犻犮犪狋犲犱狊犺犲犲狋

按制造厂标准尺寸裁剪的金属基覆铜板。

３．５

剪切板　犮狌狋狋狅狊犻狕犲狆犪狀犲犾

制造厂按用户要求的尺寸裁剪的金属基覆铜板。

４　型号、命名、标识和代号

４．１　型号

４．１．１　金属基覆铜板的型号由产品代号和绝缘介质层的热导率等级代号（见６．４．１）或由产品代号和热

阻抗等级（见６．４．２）代号构成。金属基覆铜板型号表示分别见图１ａ）和图１ｂ）。

犪）

犫）

图１　金属基覆铜板型号表示图示

４．１．２　产品代号第一个字母“Ｃ”表示覆铜箔。

４．１．３　产品第二和第三个字母为金属基板代号，ＡＬ—表示铝基，ＣＵ—表示铜基。

４．１．４　图１ａ）中连字符“”后字母（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ）（见６．４．１）表示绝缘介质层热导率等级代号，图１ｂ）

连字符“”后数字（１、２、３、４、５、犡）（见６．４．２）表示金属基覆铜板热阻抗等级代号。

４．２　命名

根据型号制订原则，依次读出金属基板名称覆铜箔层压板即为产品的名称。如ＣＡＬＡ可读作

“铝基覆铜箔层压板”，绝缘介质层热导率等级为Ａ级，如 ＣＡＬ２可读作“铝基覆铜箔层压板”，热阻抗

等级为２级。

４．３　标识和代号

４．３．１　标识

金属基覆铜板标识形式如下：

２
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１










 热导率或热阻抗等级（见６．４．１和６．４．２ ）

　０８０








 绝缘介质层厚度代号（见４．３．２．４ ）

　２






 铜箔厚度和单位面积质量代号（见４．３．２．３ ）

　Ａ




 金属基板金属类型（见４．３．２．２ ）

　１５


 金属基板厚度（见４．３．２．１ ）

４．３．２　代号

４．３．２．１　金属基板厚度

金属基板的厚度代号用二位数字表示，第一位数字表示毫米，第二位数字表示十分之一毫米。例如

１５表示金属基板的标称厚度为１．５ｍｍ。

４．３．２．２　金属基板金属类型

金属基板的金属类型为 铝（Ａｌ）时，用字母Ａ表示；金属类型为铜（Ｃｕ）时，用字母Ｃ表示。

４．３．２．３　铜箔厚度和单位面积质量

铜箔厚度和单位面积质量用其质量代号表征，当铜箔的标称质量等于或大于３０５ｇ／ｍ
２，且小于

４２７０ｇ／ｍ
２时，用３０５ｇ／ｍ

２ 铜箔的整数倍数表示。３０５ｇ／ｍ
２ 铜箔的质量代号用数字１表示，７１０ｇ／ｍ

２

铜箔的质量代号用数字２表示，依此类推。单位面积质量非３０５ｇ／ｍ
２ 整数倍的铜箔，用表１规定的质

量代号表示。

表１　铜箔单位面积质量代号

质量代号
名义厚度

μｍ

单位面积质量

ｇ／ｍ
２

标称厚度（理论厚度）

μｍ

Ｅ ５ ４５．１ ５．１

Ａ ７ ６１．０ ６．８

Ｑ ９ ７５．９ ８．５

Ｂ １０ ８４．３ ９．４

Ｔ １２ １０６．８ １２．０

Ｊ １５ １３３．９ １５．０

Ｈ １８ １５２．５ １７．１

Ｃ ２２ １９１．７ ２１．５

Ｍ ２５ ２２８．８ ２５．７

１ ３５ ３０５．０ ３４．３

Ｗ ５０ ４４５．０ ５０．０

２ ７０ ６１０．０ ６８．６

Ｙ ８８ ７８５．７ ８８．０

３ １０５ ９１５．０ １０２．９

４ １４０ １２２０．０ １３７．２

３
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表１（续）

质量代号
名义厚度

μｍ

单位面积质量

ｇ／ｍ
２

标称厚度（理论厚度）

μｍ

５ １７５ １５２５．０ １７１．５

６ ２１０ １８３０．０ ２０５．７

７ ２４５ ２１３５．０ ２４０．０

１０ ３５０ ３０５０．０ ３４２．９

１２ ４２０ ３６６０．０ ４０９．９

１４ ４９０ ４２７０．０ ４８０．１

４．３．２．４　绝缘介质层厚度

绝缘介质层标称厚度用三位数字表示，例如１００表示绝缘介质层厚度为１００μｍ，０８０表示绝缘介

质层厚度为８０μｍ。

５　结构和材料

５．１　结构

金属基覆铜板是由金属基板、绝缘介质层（树脂胶膜、环氧玻纤布粘结片等）、单面或双面覆铜箔构

成。金属基单面和金属基双面覆铜板的结构如图２ａ）和图２ｂ）所示。

犪）　金属基单面覆铜板

犫）　金属基双面覆铜板

图２　金属基覆铜板的结构

５．２　材料

５．２．１　铜箔

除非另有规定，铜箔应符合ＧＢ／Ｔ５２３０的要求。

５．２．２　金属基板

金属基板应分别符合ＧＢ／Ｔ３８８０、ＧＢ／Ｔ３１９８、ＧＢ／Ｔ２０４０或ＧＢ／Ｔ２０５９的要求。

５．２．３　绝缘介质层

金属基覆铜板的绝缘介质层应符合相关详细规范规定或由供需双方商定。

４
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６　要求

６．１　总则

金属基覆铜板应符合本标准和相关详细规范的要求或由供需双方商定。若本标准的规定与相关详

细规范出现抵触时，应采用以下的优先次序：

ａ）　采购订单；

ｂ）　相关详细规范；

ｃ）　本标准；

ｄ）　引用文件。

６．２　外观

６．２．１　金属基板面

除非另有规定，金属基板表面外观应符合以下规定：

ａ）　不允许有裂纹、裂边和折痕、腐蚀；

ｂ）　不允许有长度大于或等于３ｍｍ的凹痕。在任意３００ｍｍ×３００ｍｍ区域内，长度小于３ｍｍ

的凹痕不能超过３个；

ｃ）　不允许有深度超过金属基板厚度２０％的划痕；深度小于金属基板厚度５％的划痕，其长度不管多长

均可以忽略不计；深度在５％～２０％之间的划痕，不应超过５条，其可接受的最大长度为１００ｍｍ。

６．２．２　铜箔面

６．２．２．１　凹痕

测量任意３００ｍｍ×３００ｍｍ区域内每个凹痕的最长尺寸，按表２确定每个凹痕的点值。计算任一

３００ｍｍ×３００ｍｍ区域内的总点值，按表３确定凹痕的等级。除非另有规定，铜箔面凹痕等级不低于Ａ级。

表２　凹痕的最长尺寸和点值

最长尺寸

ｍｍ
每个凹痕点值

０．１３～０．２５ １

０．２６～０．５０ ２

０．５１～０．７５ ４

０．７６～１．００ ７

＞１．００ ３０

表３　凹痕等级

压痕等级 最大点值 其他要求

Ａ级 ２９ —

Ｂ级 １７ —

Ｃ级 ５ 凹痕最大尺寸≤３８０μｍ

Ｄ级 ０ 凹痕最大尺寸＜１２５μｍ，无树脂点

犡 级 由供需双方商定

５
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６．２．２．２　皱折

铜箔面不应有皱折。

６．２．２．３　划痕

除非另有规定，铜箔划痕应符合以下要求：

ａ）　任何部位不允许有大于铜箔标称厚度２０％的划痕；

ｂ）　划痕深度为铜箔标称厚度５％～２０％时，任意３００ｍｍ×３００ｍｍ区域不应超过５条，可接受

的最大长度为１００ｍｍ；

ｃ）　深度小于铜箔标称厚度５％的划痕可忽略不计。

６．２．２．４　固化后铜箔面

除非另有规定，层压工艺造成的铜箔表面（两面处理铜箔除外）变色是可以接受的。

６．２．３　蚀刻后绝缘基材面

蚀刻后绝缘基材表面光滑，外观缺陷符合以下要求可以接受：

ａ）　增强纤维没有断裂和暴露（适用时）；

ｂ）　每０．５ｍ
２被检面残余金属不多于一处，而且残余金属的直径不超过０．１３ｍｍ；

ｃ）　经过热应力试验后缺陷不扩大；

ｄ）　不允许有任何尺寸的嵌入金属微粒；

ｅ）　不透明非导电外来杂质的尺寸不超过０．５０ｍｍ，尺寸小于０．１３ｍｍ的外来杂质可忽略不计；

介于０．１３ｍｍ～０．５０ｍｍ之间的外来杂质，在任意３００ｍｍ×３００ｍｍ被检区域，不多于２个；

ｆ）　气泡最大尺寸不大于０．０８ｍｍ，在３．２ｍｍ直径的区域，无聚集超过３个气泡的气泡群；

ｇ）　绝缘层凹陷深度不应超过绝缘基材厚度的２０％。

６．３　尺寸

６．３．１　长度和宽度及公差

６．３．１．１　整板的长度和宽度及公差

整板的长度和宽度按符合采购文件的规定。按８．３．１检验时，尺寸公差应不大于 ＋１０
　０ ｍｍ。

６．３．１．２　剪切板的长度和宽度及公差

剪切板长度和宽度按采购文件的规定。按８．３．１检验时，尺寸公差应符合表４规定。除非另有规

定，剪切板长度和宽度公差符合１级规定。

表４　剪切板的长度和宽度及公差 单位为毫米

剪切板尺寸
公差

１级 ２级

＜３００ ±０．８ ±０．５

３００～６００ ±１．６ ±０．５

＞６００ ±３．２ ±１．６

６
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６．３．２　垂直度

按８．３．２检验时，金属基覆铜板的垂直度应不大于３ｍｍ／ｍ。

６．３．３　厚度和公差

６．３．３．１　金属基覆铜板的标称厚度及公差

金属基覆铜板的标称厚度指铜箔、介质层、金属基板的厚度之和。当按８．３．３．１测量时，金属基覆铜

板的标称厚度和公差按表５的规定。厚度公差应符合相关详细规范规定的等级。除非另有规定，厚度

公差符合１级规定。

表５　金属基覆铜板的标称厚度及公差 单位为毫米

标称厚度（含铜） １级 ２级

狋≤０．５０ 供需双方商定

０．５０＜狋≤１．００ ±０．０８ ±０．０６

１．００＜狋≤２．００ ±０．０９ ±０．０７

２．００＜狋≤３．００ ±０．１１ ±０．０８

３．００＜狋≤４．００ ±０．１８ ±０．１５

狋＞４．００ 供需双方商定

　　
ａ 厚度公差不适用于整板距边缘小于１３ｍｍ和剪切板距边缘小于６．５ｍｍ的区，此区域的任一点厚度公差不应

超过规定公差的１２５％。

６．３．３．２　绝缘介质层厚度及公差（供选）

绝缘介质层的厚度由供需双方商定，按８．３．３．２检验时，绝缘介质层厚度和公差按表６规定。厚度

公差应符合相关详细规范规定的等级。除非另有规定，厚度公差符合１级规定。

表６　绝缘介质层厚度及公差 单位为毫米

绝缘介质层厚度

狋

公差

１级 ２级

狋＜７５ 由供需双方商定

７５≤狋＜１２０ ±１２ ±８

１２０≤狋＜１６５ ±１４ ±９

１６５≤狋＜２１０ ±１８ ±１１

２１０≤狋＜２４５ ±２３ ±１４

２４５≤狋＜３００ ±２７ ±１６

≥３００ 由供需双方商定

６．３．４　弓曲和扭曲

金属基覆铜板的弓曲和扭曲按８．３．４检验时，应符合表７的规定。

７
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表７　弓曲和扭曲

标称厚度

ｍｍ

试样尺寸

ｍｍ

弓曲和扭曲

％

单面板 双面板

０．５≤狋＜０．８
≤２００

２００～３００
≤２．０

≤１．０

≤１．５

狋≥０．８
≤２００

２００～３００
≤１．５

≤０．５

＜１．０

６．４　性能要求

６．４．１　热导率（绝缘介质层）

除非另有规定，按８．４检验时绝缘介质层的热导率应符合表８的规定。

表８　热导率等级

热导率等级
热导率

Ｗ／（ｍ·Ｋ）

Ａ级 λ≤１．０

Ｂ级 １．０＜λ≤１．５

Ｃ级 １．５＜λ≤２．０

Ｄ级 ２．０＜λ≤３．０

Ｅ级 ３．０＜λ≤５．０

Ｆ级 由供需双方商定

６．４．２　热阻抗（供选）

按８．５检验时，金属基覆铜板的热阻抗应符合相关详细规范规定的等级，除非另有规定，金属基覆

铜板热阻抗应符合表９的规定。

表９　热阻抗等级

热阻抗等级

热阻抗

θ

Ｋ·ｍ２／Ｗ

１级 ２．０×１０－４＜θ≤３．５×１０
－４

２级 １．０×１０－４＜θ≤２．０×１０
－４

３级 ０．７×１０－４＜θ≤１．０×１０
－４

４级 ０．５×１０－４＜θ≤０．７×１０
－４

５级 θ≤０．５×１０
－４

犡 级 由供需双方商定
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６．４．３　剥离强度

按８．６检验时，交收态剥离强度平均值不低于１．０Ｎ／ｍｍ。其他条件下，试样的剥离强度应由供需

双方规定。

６．４．４　吸水率（供选）

按８．７检验时，金属基覆铜板的吸水率平均值不大于０．８％。

６．４．５　铜箔表面可清洗性（供选）

按８．８检验时，对于影响印制板生产的铜箔表面上的污点和保护层应易于除去，清洗后铜箔表面可

形成连续水膜，无水珠附着。

６．４．６　热应力

按８．９检验时，试样２８８℃浮焊１０ｓ，不分层，不起泡。

６．４．７　耐化学性（供选）

按８．１０检验时，耐化学性应符合相关详细规范的规定。

６．４．８　玻璃化温度

按８．１１检验时，绝缘介质层的玻璃化温度（犜ｇ）不低于９０℃。

６．４．９　燃烧性

除非另有规定，按８．１２检验时，燃烧性应符合相关详细规范规定的等级。

６．４．１０　铜箔的可蚀刻性

按８．１３规定的任何一种方法蚀刻时，被检查的每０．５ｍ２ 表面上残留铜不得多于１处，残留铜直径

不大于０．１３ｍｍ。

６．４．１１　可焊性

按８．１４检验时，铜表面不应出现不润湿或大于５％面积的半润湿。

６．４．１２　介电常数和损耗因数（供选）

６．４．１２．１　绝缘介质层

按８．１５．１检验时，绝缘介质层的交收态介电常数和损耗因数分别不大于７和０．０３５。

６．４．１２．２　金属基覆铜板

按８．１５．２检验时，金属基覆铜板交收态介电常数和损耗因数分别不大于４和０．０３５。

６．４．１３　体积电阻率和表面电阻率

试样３块，尺寸为５０ｍｍ×５０ｍｍ，按８．１６检验时，体积电阻率和表面电阻率应符合相关详细规

范规定。恒定湿热后体积电阻率和表面电阻率分别不低于１０６ ＭΩ·ｃｍ和１０
４ ＭΩ。

６．４．１４　电气强度（垂直于板面）

按８．１７检验时，垂直于板面电气强度平均值应符合相关详细规范规定。垂直于板面电气强度不低
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于３０ｋＶ／ｍｍ。

６．４．１５　相比起痕指数（犆犜犐）（供选）

按８．１８检验时，相比起痕指数应符合相关详细规范规定。除非另有规定，相比起痕指数等级应符

合表１０的规定。

表１０　相比起痕指数等级

相比起痕指数等级
相比起痕指数

Ｖ

Ⅰ级 ＣＴＩ≥６００

Ⅱ级 ４００≤ＣＴＩ＜６００

Ⅲ级 １７５≤ＣＴＩ＜４００

６．４．１６　耐电弧

按８．１９检验时，耐电弧值应不低于１５０ｓ。

６．４．１７　耐电压（供选）

除非另有规定，按８．２０检验时，耐电压等级应符合相关详细规范的规定。金属基覆铜板耐电压等

级规定见表１１。

表１１　耐电压等级

耐电压等级
电压

ｋＶ

１级 ≥２

２级 ≥４

３级 ≥６

７　检验规则

７．１　检验分类

本标准规定的检验分为下列３类：

ａ）　材料检验；

ｂ）　鉴定检验；

ｃ）　质量一致性检验。

７．２　材料检验

材料检验包括以检测数据为依据的合格证明，以表明表１２中所列用于制造金属基覆铜板的原材料

符合有关标准要求。
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表１２　原材料的鉴定检验和质量一致性检验

材料 要求 适用标准

铜箔 ５．２．１ ＧＢ／Ｔ５２３０

金属基板 ５．２．２ ＧＢ／Ｔ３８８０、ＧＢ／Ｔ３１９８、ＧＢ／Ｔ２０４０、ＧＢ／Ｔ２０５９

绝缘介质层 ５．２．３ 按相关详细规范规定或由供需双方商定

７．３　鉴定检验

７．３．１　通则

每种型号产品定型、原材料、工艺变更或停产一年后恢复生产及产品认证时，应对产品进行鉴定

检验。

７．３．２　检验项目

鉴定检验项目按表１３的规定。

表１３　鉴定检验和质量一致性检验

检验项目
要求章条

号

试验方法

章条号
鉴定检验

质量一致性检验

Ａ组 Ｂ组 Ｃ组 检验频度

每张样本

所取的试样数

块

外观

金属基板面 ６．２．１

铜箔面 ６．２．２

蚀刻后绝缘基材面 ６．２．３

８．２

●

●

●

● — —

批 见表１４（整板）

批 见表１４（整板）

批 ３

尺寸

长度／宽度 ６．３．１ ８．３．１ ●

垂直度 ６．３．２ ８．３．２ ●

金属基覆铜板的厚度 ６．３．３．１ ８．３．３．１ ●

● — —

批 见表１４（整板）

批 ３

批 见表１４（整板）

绝缘介质层厚度（供选） ６．３．３．２ ８．３．３．２ ● — ● — 批 ３

弓曲／扭曲 ６．３．４ ８．３．４ ● — ● — 批 １

物理性能

热导率（绝缘介质层） ６．４．１ ８．４ ● — — ● １２个月 ２

热阻抗（供选） ６．４．２ ８．５ ● — — ● ６个月 ２

剥离强度 （热应力后）

剥离强度（高温下）

剥离强度（工艺溶液后）

６．４．３ ８．６

● — ● — 批 ４

● — — ● ３个月 ４

● — — ● ３个月 ４

吸水率（供选） ６．４．４ ８．７ ● ● — ● １２个月 ３
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表１３（续）

检验项目
要求章条

号

试验方法

章条号
鉴定检验

质量一致性检验

Ａ组 Ｂ组 Ｃ组 检验频度

每张样本

所取的试样数

块

化学性能

铜箔表面可清洗性（供

选）
６．４．５ ８．８ ● — ● — 批 １

热应力 ６．４．６ ８．９ ● — ● — 批 １

耐化学性（供选） ６．４．７ ８．１０ ● — — ● １个月 ３

玻璃化温度 ６．４．８ ８．１１ ● — — ● ６个月 ２

燃烧性 ６．４．９ ８．１２ ● — — ● ６个月 １

铜箔的可蚀刻性 ６．４．１０ ８．１３ ● — — ● ３个月 １

可焊性 ６．４．１１ ８．１４ ● — — ● ３个月 ３

电性能

介电常数和损耗因数

（供选）

绝缘介质层

金属基覆铜板

６．４．１２．１

６．４．１２．２

８．１５．１

８．１５．２
● — — ● １２个月 ３

体积电阻率和表面电阻率 ６．４．１３ ８．１６ ● — — ● １２个月 ６

电气强度（垂直于板面） ６．４．１４ ８．１７ ● — — ● ３个月 ３

相比起痕指数（供选）

（ＣＴＩ）
６．４．１５ ８．１８ ● — — ● １２个月 １

耐电弧ａ ６．４．１６ ８．１９ ● — — ● １２个月 ３

耐电压（供选） ６．４．１７ ８．２０ ● — — ● １２个月 ３

　　
ａ 适用时。

７．３．３　样本单位

鉴定检验样本应从制造厂正常生产的、申请鉴定检验的产品型号中随机抽取一整张标准规格金属

基覆铜板（整板），每个样本单位上所取的试样数应按表１３的规定。需要在整板进行检测的项目应在切

成小样之前进行。

７．３．４　不合格

鉴定检验有一项不合格则判定为鉴定不合格。试样各检验项目的不合格的判定应按本标准和相关

试验方法的规定。

７．３．５　鉴定数据保留

供方应保留鉴定检验数据，保留时间至少为３年。
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７．４　质量一致性检验

７．４．１　通则

质量一致性检验包括逐批检验（Ａ组、Ｂ组检验）和周期检验（Ｃ组检验）。质量一致性检验项目按

表１３的规定。用户要求增加试验时，应在采购合同中说明。

７．４．２　检验批

一个检验批应符合下列条件：

ａ）　相同标识号，相同材料（同一批或等效的），采用相同工艺，在相同的生产条件下生产，一次提交

检验；

ｂ）　压机一次压制出的或连续压制出的金属基覆铜板。

７．４．３　犃组检验

７．４．３．１　检验项目

Ａ组检验项目和检验频度按表１３的规定。

７．４．３．２　抽样方案

除非另有规定，Ａ组检验抽样方案按表１４的规定。

表１４　犃组抽样方案

批量范围
样本量

外观、厚度 长度／宽度、垂直度
接收数

２～５０ ５ ５ ０

５１～９０ ７ ５ ０

９１～１５０ １１ ６ ０

１５１～２８０ １３ ７ ０

２８１～５００ １６ ９ ０

５０１～１２００ １９ １１ ０

１２０１～３２００ ２３ １３ ０

３２０１～１００００ ２９ １５ ０

７．４．３．３　不合格处理

Ａ组检验任何一项不符合表１３规定的接收数，则判定Ａ组检验不合格。供方可进行筛选，重新提

供检验批进行复验，复验批应采用加严检验。复验批应与正常批分开，并清晰地标明是复验批。

７．４．４　犅组检验

７．４．４．１　检验项目

Ｂ组检验项目和检验频度按表１３的规定。
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７．４．４．２　抽样方案

从待测检验批中随机抽取一张金属基覆铜板作为样本，Ｂ组检验接收数为０。

７．４．５　不合格处理

Ｂ组检验项目有任何一个试样检验不合格，则判定Ｂ组检验不合格。供方可以筛选出不合格品，然

后提交复验。复验批按正常批双倍取样复验。若复验批仍不合格，则该批不合格。

７．４．６　犆组检验

７．４．６．１　检验项目

Ｃ组检验项目和检验频度按表１３的规定。

７．４．６．２　抽样方案

在通过Ａ组、Ｂ组检验的批次中随机抽取两张金属基覆铜板作为样本。Ｃ组检验接收数为零。任

何被测试样均应合格。

７．４．６．３　不合格

如果有一个或多个样品未通过检验，则该型产品Ｃ组检验为不合格，并且其他使用相同材料和加

工工艺生产的同一周期产品均认为失效。

７．４．６．４　不合格处理

如果有样品未通过Ｃ组检验，则应：

ａ）　立即停止产品交货和逐批检验；

ｂ）　查明失效原因，在材料、工艺、或其他方面提出纠正措施；

ｃ）　完成纠正措施后，重新生产并抽取样品进行Ｃ组检验；

ｄ）　逐批检验可以重新开始，但应在Ｃ组检验重新检验合格后，产品才能交货。如果Ｃ组检验重

新检验不合格，则将检验结果应报告鉴定机构或用户方。

８　检验方法

８．１　试样制备

金属基覆铜板鉴定检验和质量一致性检验所用试样应从样本单位上切取，试样数按表１４的规定，

试样形状和尺寸按相关检验方法的规定。

８．２　外观

金属基覆铜板金属基板面、铜箔面用正常视力或矫正为１．０／１．０的视力目检，金属基板面和铜箔面

划痕、凹痕及铜箔面针孔按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中４．１进行检验，测量工具的分辨率不低于ＧＢ／Ｔ４７２２—

２０１７中４．１的规定。蚀刻后绝缘基材面外观按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中４．２进行检验。

８．３　尺寸

８．３．１　长度、宽度

金属基覆铜板长度和宽度按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中５．１进行检验。
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８．３．２　垂直度

金属基覆铜板垂直度按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中５．２方法Ｂ进行检验。

８．３．３　厚度

８．３．３．１　金属基覆铜板的厚度

按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中５．３进行检验。

８．３．３．２　绝缘介质层厚度

在样本上切取３块１００ｍｍ×１００ｍｍ金属基覆铜板试样，用适当的方法去除铜箔，使用涡流测厚

仪按ＧＢ／Ｔ４９５７—２００３测量。每个试样左、中、右各测量一个点，计算平均值。以３块试样测量结果的

平均值为结果。

８．３．４　弓曲和扭曲

金属基覆铜板弓曲和扭曲按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中５．４进行检验。

８．４　热导率（绝缘介质层）

金属基覆铜板绝缘介质层的热导率按附录Ａ进行检验。

８．５　热阻抗

金属基覆铜板的热阻抗按附录Ａ进行检验。

８．６　剥离强度

金属基覆铜板剥离强度按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中７．２进行检验。铜箔单位面积质量小于３０５．０ｇ／ｍ
２

（３４．３μｍ）的可电镀加厚至３０５．０ｇ／ｍ
２。用电镀加厚的试样结果代表原来铜箔的剥离强度。

８．７　吸水率

金属基覆铜板吸水率按制造厂推荐的条件压制０．２５ｍｍ厚的绝缘板，按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中９．２

进行检验。也可使用满足试验要求的蚀刻铜箔后的产品板作为样品。仲裁检验使用压制的绝缘板。

８．８　铜箔表面可清洗性

金属基覆铜板铜箔表面可清洗性按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．１进行检验。

８．９　热应力

金属基覆铜板热应力按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．５浮焊法进行检验。

８．１０　耐化学性

金属基覆铜板耐化学性按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．２进行检验。

８．１１　玻璃化温度（犜犵）

除非另有规定，从金属基覆铜板试样上剥离绝缘介质层作为试样，按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．７．１进

行检验。

８．１２　燃烧性

金属基覆铜板燃烧性取交收的金属基覆铜板作为样本，按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．４进行检验。
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８．１３　铜箔的可蚀刻性

蚀刻前，试样的金属基板面采用适当的方法保护。按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．１清洗试样铜箔面，

按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中Ａ．２（三氯化铁蚀刻法）蚀刻去除铜箔，晾干或烘干试样，用正常视力或用校正

为１．０／１．０的视力检查残留铜箔的数目，用带合适刻度至少４倍的放大镜检查每一残留铜箔小片的面

积。仲裁检查用１０倍的放大镜。

８．１４　可焊性

金属基覆铜板可焊性按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中６．６进行测量。

８．１５　介电常数和损耗因数

８．１５．１　绝缘介质层

压制厚度约０．２５ｍｍ绝缘基材作样本，在样本上切取（５０±１）ｍｍ×（５０±１）ｍｍ 试样３块，按

ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中８．５．２进行检验。

８．１５．２　金属基覆铜板

试样３块，尺寸５５ｍｍ×５５ｍｍ×板厚，按ＳＪ２０７８０—２０００中附录Ａ进行检验。

８．１６　体积电阻率和表面电阻率

金属基覆铜板体积电阻率和表面电阻率测试试样图形分别见图３ａ）和图３ｂ）。单面金属基覆铜板的电

极图形如图３ａ）所示，上电极图形可在被覆的金属箔上形成，下电极直接与基体金属板连接；双面金属基覆

铜板的电极图３ｂ）所示，电极图形在被覆的金属箔上形成或在未覆箔的层压板上用导电银浆形。

体积电阻率和表面电阻率按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中８．３进行检验。

犪）　单面金属基覆铜板试样尺寸示意图

犫）　双面金属基覆铜板试样尺寸示意图

图３　金属基覆铜板试样尺寸示意图

８．１７　电气强度（垂直于板面）

按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中８．２逐级升压进行检验。

８．１８　相比起痕指数

按ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中８．７进行检验。
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８．１９　耐电弧

金属基覆铜板耐电弧按 ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中８．６进行检验。

８．２０　耐电压

金属基覆铜板耐电压按附录Ｂ进行检验。

９　包装、标志、运输和贮存

９．１　包装

金属基覆铜板的包装应使其在运输和贮存过程中能有效防止腐蚀、劣化和物理损伤。

９．２　标志

应在金属基覆铜板包装上显著的位置清楚标明制造商名称、产品名称、型号及厚度规格、批号、数

量、尺寸等内容。

９．３　运输

金属基覆铜板在运输中，应防止雨淋、温度、机械损伤及日光直射。

９．４　贮存

金属基覆铜板应离地平放，贮存在干燥、无腐蚀气体的室内。贮存期自生产日期算起为一年或由供

需双方商定。超过贮存期，应随机抽取一张样本，对铜箔面外观、热应力后剥离强度进行复验，合格者仍

可使用。对贮存条件和贮存期有特殊要求的，则应在包装或生产商提供的相应文件上注明。

１０　订单资料

金属基覆铜板的订单至少应说明以下事项：

ａ）　标准编号；

ｂ）　产品型号或制造商产品编号；

ｃ）　金属基板类型、型号及厚度；

ｄ）　热导率或热阻抗等级；

ｅ）　长度、宽度、标称厚度、绝缘介质层厚度、所覆铜箔类型、铜箔厚度；

ｆ）　厚度公差等级；

ｇ）　合格证明要求，如适用；

ｈ）　由供需双方商定的其他事项。

注：金属基覆铜板热导率或热阻抗等级、绝缘介质层厚度、金属基板的类型、铜箔单位面积质量、金属基板类型及厚

度标识参见４．３．１。
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附　录　犃

（规范性附录）

热导率和热阻抗测试方法

犃．１　范围

本方法适用于金属基覆铜板热阻抗和绝缘介质层热导率的测试。

犃．２　术语

下列术语和定义适用于本附录。

犃．２．１

热流量　犺犲犪狋犳犾狅狑

犙

在温度差的作用下热能会自动从高温区传到低温区，单位时间从高温区流向低温区的热量称为热

流量。单位为瓦（Ｗ）。

犃．２．２

热流密度　犺犲犪狋犳犾狌狓犱犲狀狊犻狋狔

狇

单位时间内通过单位面积（犃）传递的热量（犙）称为热流密度，用狇＝犙／犃 表示。单位为瓦每平方

米（Ｗ／ｍ２）。

犃．２．３

热阻　狋犺犲狉犿犪犾狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

材料及其界面整体表现出对热流的总抵抗。热阻为两等温界面间的温差（Δ狋）与通过的热量犙 之

比。单位为摄氏度每瓦（℃／Ｗ ）。

犃．２．４

接触热阻（界面热阻）　犮狅狀狋犪犮狋狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

犚Ｊ

任何固体表面之间的接触都不可能是紧密的（如图Ａ．１所示），导致接触面之间存在传热阻力。两

固体接触面之间存在传热阻力称为接触热阻。单位为开尔文平方米每瓦（Ｋ·ｍ２／Ｗ）。

图犃．１　接触热阻
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犃．３　原理

犃．３．１　本方法是基于测试两平行等温界面中间厚度均匀试样的理想热传导性能，测试原理如图Ａ．２所

示。给试样两接触界面间施加不同温度，使试样上下两面形成温度梯度，通过测试垂直穿过试样测试面

的热量从而计算得出试样的热阻抗（忽略侧面的热扩散）。

犃．３．２　使用两个标准测量块时本方法所需的测试：

犜１———高温测量块的高温，单位为开尔文（Ｋ）；

犜２———高温测量块的中间温度，单位为开尔文（Ｋ）（犜２ 用于修正温度梯度的线性关系）；

犜３———高温测量块的低温，单位为开尔文（Ｋ）；

犜４———低温测量块的高温，单位为开尔文（Ｋ）；

犜５———低温测量块的中间温度，单位为开尔文（Ｋ）（犜５ 用于修正温度梯度的线性关系）；

犜６———低温测量块的低温，单位为开尔文（Ｋ）；

犃 ———试样的面积，单位为平方米（ｍ２）；

犎 ———试样的厚度，单位为米（ｍ）。

图犃．２　测试原理图

犃．３．３　基于理想测试模型需计算以下参数：

犜ａ———高温等温面的温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犜ｂ———低温等温面的温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犙 ———两个等温面间的面积热流量，单位为瓦每平方米（Ｗ／ｍ２）。

热阻抗：两等温面的温度差除以通过两等温面的热流密度，单位为开尔文平方米每瓦（Ｋ·ｍ２／Ｗ）；

热导率：由厚度除以热阻抗计算得出，单位为瓦每米开尔文［Ｗ／（ｍ·Ｋ）］。

接触热阻存在于试样表面与测试面之间。接触热阻随着试样表面特性和测试表面施加给试样的压

力的不同而变化。因此，对于固体材料在测量时需保持一定的压力，并对压力进行测量和记录。热阻抗

的计算包含了试样的热阻抗和接触热阻两部分。

试样的热导率可以通过扣除接触热阻抗精确计算得出。即测试不同厚度介质片试样的热阻抗，用

热阻抗相对于厚度线性回归法作图，所得直线段斜率的倒数为该试样的热导率，在厚度为零的截取值为

两个接触界面的接触热阻。如果接触热阻相对于试样的热阻抗非常小（通常小于１％）时可忽略，试样

的热导率可以通过试样的热阻抗和厚度计算得出。

通过在测试材料表面涂导热油脂或者导热膏来减小接触热阻。建议选用热导率０．８Ｗ／（ｍ·Ｋ）～

１．５Ｗ／（ｍ·Ｋ），且流动性较好的导热膏。
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犃．４　设备和材料

犃．４．１　设备

犃．４．１．１　热阻抗测试仪

热阻抗测试仪基本要求如下：

ａ）　热阻抗测试仪测试面的表面粗糙度不大于０．５μｍ，平行度不大于５μｍ；

ｂ）　具有压力监测系统；

ｃ）　热源，用电加热器或是温控流体循环器。主热源部分采用保护罩进行保护，保护罩与热源绝

缘，与加热器保持±０．２Ｋ的温差。无论使用哪一种热源，通过试样的热流量可用测量块

测得；

ｄ）　热流量测量块，由测量温度范围内已知热导率［λ≥５０Ｗ／（ｍ·Ｋ）］的导热材料组成；

ｅ）　通过推算测量块温度与测试表面的线性关系，确定测量块的热端和冷端的表面温度；

ｆ）　冷却单元，由温度可控的循环流体或半导体致冷件冷却，温度控制精度±０．２℃；

ｇ）　接触压力通过测试夹具垂直施加在试样的表面上，使上下测试面平行、对位准确。

犃．４．１．２　归零厚度测试仪，分辨率不大于１μ犿

犃．４．２　材料

导热硅脂或等效物，热导率０．８Ｗ／（ｍ·Ｋ）～１．５Ｗ／（ｍ·Ｋ）。

犃．５　试样

犃．５．１　试样犃（绝缘介质层热导率试样）

按制造厂推荐的条件，压制厚度彼此相差不小于５０μｍ的３张尺寸３００ｍｍ×３００ｍｍ的绝缘介质

样本。在每张样本距边缘不小于１３ｍｍ各截取３块５＋１．０　０ ｍｍ×２５
＋１．０
　０ ｍｍ或３０

　０
－０．０１ ｍｍ试样（或试

样形状、尺寸适用于仪器测试探头尺寸），试样边缘用砂纸打磨光滑。

犃．５．２　试样犅（金属基覆铜板热阻抗试样）

对于鉴定检验，试样３块，金属箔厚３５μｍ，金属基板厚１．０ｍｍ，绝缘层厚（７５±５）μｍ。试样厚度

（１．０±０．１）ｍｍ ，试样尺寸为２５＋１．０　０ ｍｍ×２５
＋１．０
　０ ｍｍ×（１．０±０．１）ｍｍ或３０

　０
－０．０１ ｍｍ×（１．０±０．１）ｍｍ

或试样形状、尺寸适用于仪器测试探头尺寸。试样边缘用砂纸打磨光滑。

犃．６　测试程序

犃．６．１　绝缘介质热导率测试

绝缘介质热导率测试程序如下：

ａ）　用测厚仪测量试样（Ａ．５．１）厚度，记录为犎ｄ。

ｂ）　启动热端、冷端装置，使热端和冷端稳定在特定的温度，设定犜３、犜４ 的温度，使犜３、犜４ 的平均

温度值为５０℃±２℃。

ｃ）　确定测试系统的接触热阻犚Ｊ：用厚度０．３ｍｍ～１．０ｍｍ压延铜（犚犪≤０．４３μｍ），两面涂上导热

膏，并施加０．６９ＭＰａ±０．０２ＭＰａ（１００ｐｓｉ±３ｐｓｉ）的压力测试其热阻，所测得热阻抗值作为测

试时引入的接触热阻犚Ｊ。
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ｄ）　在试样（Ａ．５．１）上、下表面涂抹一薄层导热膏，并将试样放入测试架，闭合测试架，施加（０．６９±

０．０２）ＭＰａ（１００ｐｓｉ±３ｐｓｉ）压力测试其热阻抗。

ｅ）　记录测量块温度平衡时电加热器的电压和电流。在恒定功率下的两次温度读数相差小于

±０．１℃（间隔５ｍｉｎ）或者间隔５ｍｉｎ热阻抗变化小于１％时，认为达到平衡。

ｆ）　按Ａ．６．１ａ）～Ａ．６．１ｅ）依次测量另外两块试样的热阻抗（θ）。

犃．６．２　金属基覆铜板热阻抗测试

试样Ｂ（Ａ．５．２）热阻抗测试，重复Ａ．６．１ａ）～Ａ．６．１ｆ）。

犃．７　计算

犃．７．１　热流量

用测试块卡路里测试仪时，测试块的热流量（犙１３、犙４６）和穿过试样的平均热流量（犙）分别按式（Ａ．１）、

式（Ａ．２）和式（Ａ．３）计算：

犙１３＝
λ０×犃

犱１３
×（犜１－犜３） …………………………（Ａ．１）

犙４６＝
λ０×犃

犱４６
×（犜４－犜６） …………………………（Ａ．２）

犙＝
犙１３＋犙４６

２
…………………………（Ａ．３）

　　式中：

犙１３　　———热测试块的热流量，单位为瓦（Ｗ）；

犙４６ ———冷测试块的热流量，单位为瓦（Ｗ）；

犙 ———穿过试样的平均热流量，单位为瓦（Ｗ）；

λ０ ———冷、热测试块材料的热导率，单位为瓦每米开尔文［Ｗ／（ｍ·Ｋ）］；

犃 ———所用卡路里测量块的面积，单位为平方米（ｍ２）；

犜１－犜３———热测试块温度传感器的温差，单位为开尔文（Ｋ）；

犜４－犜６———冷测试块温度传感器的温差，单位为开尔文（Ｋ）；

犱１３ ———测试块中温度传感器１和温度传感器３的距离，单位为米（ｍ）；

犱４６ ———测试块中温度传感器４和温度传感器６的距离，单位为米（ｍ）。

犃．７．２　热测试块与试样接触面温度

按式（Ａ．４）计算与试样接触的热测试块的表面温度：

犜ａ＝犜３－
犱Ｂ

犱１３
（犜１－犜３） …………………………（Ａ．４）

　　式中：

犜ａ———与试样接触的热测试块表面的温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犜３———热测试块的较低温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犱Ｂ ———犜３ 到与试样接触的热测试块表面的距离，单位为米（ｍ）；

犱１３———犜１ 与犜３ 之间的距离，单位为米（ｍ）；

犜１———热测试块的较高温度，单位为开尔文（Ｋ）。

犃．７．３　冷测试块与试样接触面温度

按式（Ａ．５）计算与试样接触的冷测试块表面温度。
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犜ｂ＝犜４＋
犱Ｄ

犱４６
（犜４－犜６） …………………………（Ａ．５）

　　式中：

犜ｂ　———与试样接触的冷测试块的表面温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犜４ ———冷测试块的较高温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犱Ｄ ———犜４ 到与试样接触的冷测试块表面的距离，单位为米（ｍ）；

犱４６ ———犜４ 与犜６ 之间的距离，单位为米（ｍ）；

犜６ ———冷测试块的较低温度，单位为开尔文（Ｋ）。

犃．７．４　金属基覆铜板的热阻抗

按式（Ａ．６）计算金属基覆铜板的热阻抗，单位为Ｋ·ｍ２／Ｗ。

θ＝
（犜ａ－犜ｂ）×犃

犙
…………………………（Ａ．６）

　　式中：

θ　———试样的热阻抗，单位为开尔文平方米每瓦（Ｋ·ｍ
２／Ｗ）；

犜ａ ———与试样接触的热测试块的表面温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犜ｂ ———与试样接触的冷测试块的表面温度，单位为开尔文（Ｋ）；

犃 ———试样的面积，单位为平方米（ｍ２）；

犙 ———单位时间从高温区流向低温区的热量，单位为瓦（Ｗ）。

金属基覆铜板热阻抗为式（Ａ．６）计算的热阻抗值θ减去接触热阻犚Ｊ。

犃．７．５　绝缘介质层的热导率

犃．７．５．１　热导率通过测试３个不同厚度绝缘介质得到的热阻抗θ与相应的试样厚度犎ｄ 用线性拟合法

作图，θ为纵坐标，犎ｄ为横坐标（见图Ａ．３）。

图犃．３　热阻抗θ与厚度关系图

犃．７．５．２　图Ａ．３是一条直线，其斜率的倒数就是绝缘介质的热导率，在厚度为零的截距就是特定试样、

特定压力、特定加压面积下的接触热阻犚Ｊ。

犃．７．５．３　对于单个试样，如果接触热阻相对于试样的热阻抗非常小时（通常小于１％），试样的热导率可

通过式（Ａ．７）计算得出。

λ＝
犙犎ｄ

犃（狋ａ－狋ｂ）
＝
犎ｄ

θ
…………………………（Ａ．７）

　　式中：

λ　　———试样的热导率，单位为瓦每米开尔文［Ｗ／（ｍ·Ｋ）］；

犙 ———穿过试样的平均热流量，单位为瓦（Ｗ）；
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犎ｄ ———试样厚度，单位为米（ｍ）；

犃 ———试样的截面积，单位为平方米（ｍ２）；

狋ａ、狋ｂ ———试样上、下表面的温度，单位为开尔文（Ｋ）；

θ ———试样的热阻抗，单位为开尔文平方米每瓦［（Ｋ·ｍ２）／Ｗ］；

θ ———为扣除接触热阻犚Ｊ后（见图Ａ．３）试样的热阻抗即θ＝θ－犚Ｊ（Ｋ·ｍ
２／Ｗ）。

犃．８　报告

报告内容如下：

ａ）　试样名称、金属基覆铜板及绝缘介质厚度；

ｂ）　测试过程对试样施加的压力；

ｃ）　试样两侧的温度；

ｄ）　金属基覆铜板的热阻抗；

ｅ）　绝缘介质的热导率。
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附　录　犅

（规范性附录）

介质耐压测试（耐高压测试）

犅．１　范围

本方法适用于金属基覆铜板在经受短时交流高电压下垂直于板面耐高电压评定。本方法适用于金

属基单面或双面覆铜板。

犅．２　试验装置

本方法所需的试验装置如下：

ａ）　高电压耐压测试仪：准确度为５％以内。仪器能够提供稳定的交流电压，可提供可控交流升压

速率，并在指定电压处保持一定时间，能够提供可调的上、下限交流电流。

ｂ）　测试电极：上电极为直径２５ｍｍ，厚度２５ｍｍ 的黄铜（或不锈钢）圆柱电极，下电极为直径

７６ｍｍ，厚度１５ｍｍ的黄铜（或不锈钢）的圆柱电极，两电极边缘圆弧化，倒角半径为３ｍｍ。

电极表面平整光洁。

ｃ）　涂层测厚仪：最小读数值为１μｍ。

ｄ）　干燥烘箱：能保持温度１０５℃±２℃。

ｅ）　去离子水。

犅．３　试样

犅．３．１　试样制备

试样截面图形如图Ｂ．１所示，铜箔面采用光成像或丝网印刷方法制作导电图形，金属板采用胶膜或

抗腐蚀油墨保护。用ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中任意一种标准蚀刻方法除去多余的铜箔。

图犅．１　单面铝基覆铜板试样截面图

犅．３．２　尺寸及数量

试样３块，尺寸为（１００±１）ｍｍ×（１００±１）ｍｍ，其中铜箔图形为（５０±０．２）ｍｍ的圆，圆的边缘

到试样边缘最短距离不小于（２５±１）ｍｍ，如图Ｂ．２所示。
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图犅．２　试样尺寸

犅．４　程序

犅．４．１　预处理

本方法试样预处理如下：

ａ）　试样在温度（１０５±２）℃烘箱中干燥（６０±２）ｍｉｎ，取出放入干燥器内，冷却至室温。

ｂ）　鉴定检验，试样测试前在（２３±３）℃，相对湿度（５０±１００）％处理２４ｈ。

犅．４．２　测试

测试程序如下：

ａ）　设置试验参数：电压１５００Ｖ（ＡＣ）、漏电电流５ｍＡ、升压速率５００Ｖ／ｓ、保持时间６０ｓ。

ｂ）　试样表面及电极表面使用无尘布擦拭干净。

ｃ）　用涂层测厚仪测量绝缘层厚度，并记录，读数至１μｍ。

ｄ）　金属基单面覆铜板，测试连线见图Ｂ．３。铜箔面接高压端电极，金属板面接低压端电极。

注：金属基双面覆铜板，测试连线图见图Ｂ．４。两个面分别测试。其中一个铜箔面接高压端电极，另一个铜箔面的一

个角剥离掉绝缘介质层，用金属板接低压端电极。

图犅．３　金属基单面覆铜板测试连线图
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图犅．４　金属基双面覆铜板测试连线图

ｅ）　将试样放在电极中心，确认试样表面与电极接触良好，启动测试仪。

ｆ）　以５００Ｖ／ｓ的升压速率升压至１５００Ｖ（或指定的电压值）。测试时若试样击穿发生在升压过

程，记录最大击穿时的电压值，精确到０．０１ｋＶ；若试样击穿发生在恒压保持时间，记录耐电压

值及保持时间，精确到１ｓ；若测试过程中没有发生击穿，则表示试样通过测试，并记录所耐电

压值、保持时间及漏电电流，精确到０．００１ｍＡ。

ｇ）　试验结束后，应采用放电棒通过接地放电，方可进行下一个测试。

犅．５　报告

报告包括以下内容：

ａ）　试样名称及规格；

ｂ）　试验参数；

ｃ）　试样介质层厚度、所耐电压、保持时间及漏电电流；

ｄ）　试样是否通过测试。

犅．６　注意事项

犅．６．１　耐电压结果会受到电极污染的影响，测试时要清洁上下电极。

犅．６．２　测试前应确保正确的安全保护措施。
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